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【57】申請專利範圍
1.　一種用於堆疊晶圓之檢測和計量之系統，其包括：一光源，其經組態以將準直光切線引
導在一堆疊晶圓之一圓周邊緣處，其中該堆疊晶圓包含一第一層及安置於該第一層頂部

上之一第二層；一偵測器，其安置於該堆疊晶圓相對該光源之一對置側(opposite side)以
接收來自該光源之該準直光之至少一些，其中該偵測器經組態以獲取該堆疊晶圓之該圓

周邊緣之一輪廓剪影影像，其中該輪廓剪影影像經組態以藉由應用一輪廓顯像技術而使

該堆疊晶圓之該第一層及該第二層之一邊緣輪廓之一剪影(shadow)成像；及一控制器，
其操作地連接至該偵測器，其中該控制器經組態以：接收該輪廓剪影影像；及比較該輪

廓剪影影像之特性與預定量測以檢測該堆疊晶圓之一邊緣輪廓。

2.　如請求項 1之系統，其中該偵測器經進一步組態以獲取該堆疊晶圓之不同位置之複數個
輪廓剪影影像。

3.　如請求項 1之系統，其進一步包括經組態以使該堆疊晶圓旋轉之一壓板。
4.　如請求項 3之系統，其中該偵測器經組態以在該堆疊晶圓旋轉時在沿該堆疊晶圓之該圓
周邊緣之不同點處獲得複數個輪廓剪影影像。

5.　如請求項 1之系統，其中該堆疊晶圓經組態以相對於該光源旋轉。
6.　如請求項 1之系統，其中該輪廓剪影影像包括一側影，且其中該控制器進一步經組態以
將該輪廓剪影影像中之該堆疊晶圓之該側影之量測與該預定量測進行比較。

7.　如請求項 6之系統，其中該控制器進一步經組態以彙總複數個輪廓剪影影像中之該側影
之該等量測使得提供該堆疊晶圓之資訊。

8.　如請求項 1之系統，其中該光源包含一 LED。
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9.　如請求項 1之系統，其中該偵測器包含 CCD或 CMOS相機之至少一者。
10.   如請求項 1之系統，其中該準直光係可見光或 UV光之一者。
11.   如請求項 1之系統，其中該光源經組態以提供脈衝(pulsed)準直光。
12.   如請求項 1之系統，其進一步包括複數個該光源及複數個該偵測器。
13.   如請求項 1之系統，其中該控制器經組態以使用至少一邊緣提取演算法以測量該堆疊晶

圓之該邊緣輪廓之特性。

14.   如請求項 1之系統，其中該控制器經組態以應用平滑化至該輪廓剪影影像。
15.   如請求項 1之系統，其中該控制器經組態以使用一鏈式碼類型演算法以描述該輪廓剪影

影像。

16.   一種非暫時性電腦可讀儲存媒體，其包括用於在一或多個運算裝置上執行以下步驟之一
或多個程式：接收一堆疊晶圓之一圓周邊緣之至少一個輪廓剪影影像，其中該堆疊晶圓

包含一第一層及安置於該第一層頂部上之一第二層；偵測該堆疊晶圓之該第一層及該第

二層之在該輪廓剪影影像中之一側影之一邊緣；基於該輪廓剪影影像之一影像分析判定

該側影之該邊緣之量測；及比較該側影之該邊緣之量測與預定量測。

17.   如請求項 16之非暫時性電腦可讀儲存媒體，其中該偵測包括以下中之一者：一基於搜尋
之偵測、一基於零交叉之偵測、形態學偵測或分類偵測或該偵測包括以下中之一者：一

直方圖分析、分段分析或射線追蹤演算法。

18.   如請求項 16之非暫時性電腦可讀儲存媒體，其中該輪廓剪影影像之該影像分析包括一或
多個形態學運算。

19.   如請求項 18之非暫時性電腦可讀儲存媒體，其中該形態學運算包括施加一位元遮罩。
20.   如請求項 19之非暫時性電腦可讀儲存媒體，其進一步包括使用該位元遮罩將邊緣接合在

一起。

21.   如請求項 16之非暫時性電腦可讀儲存媒體，其中該等預定量測包括以下中之至少一者：
載體高度、裝置高度、插入物寬度、載體高度容限、裝置高度容限、載體邊緣突出臨限

值及裝置邊緣突出臨限值。

22.   如請求項 16之非暫時性電腦可讀儲存媒體，其進一步包括顯示該比較之一結果。
23.   如請求項 16之非暫時性電腦可讀儲存媒體，其進一步包括彙總該堆疊晶圓之複數個位置

處之該側影之該邊緣之該等量測使得提供該堆疊晶圓之資訊。

24.   如請求項 23之非暫時性電腦可讀儲存媒體，其中該堆疊晶圓之該資訊包括以下中之至少
一者：直徑、中心位移、厚度、平均總高度、平均裝置高度、平均載體高度、最小品質

因數、全部底切高度之最大值、全部底切寬度之最大值、裝置邊緣突出之最大值、載體

邊緣向下突出之最大值及載體向左突出之最大值。

25.   如請求項 16之非暫時性電腦可讀儲存媒體，其進一步包括使用一鏈式碼演算法編碼該側
影之該邊緣，其中該鏈式碼演算法包括產生一像素矩陣。

26.   如請求項 16之非暫時性電腦可讀儲存媒體，其中該偵測包括以下中之一者：一直方圖分
析、分段分析或射線追蹤演算法。

27.   一種用於堆疊晶圓之檢測和計量之方法，其包括：使用一偵測器獲得一堆疊晶圓之一圓
周邊緣之一輪廓剪影影像，其中該堆疊晶圓包含一第一層及安置於該第一層頂部上之一

第二層；偵測該堆疊晶圓之該第一層及該第二層之在該輪廓剪影影像中之一側影之一邊

緣；及使用一控制器比較該堆疊晶圓之在該輪廓剪影影像中之該側影之該邊緣之量測與

預定量測。

(2)
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28.   如請求項 27之方法，其中該等預定量測包括以下中之至少一者：載體高度、裝置高度、
插入物寬度、載體高度容限、裝置高度容限、載體邊緣突出臨限值及裝置邊緣突出臨限

值。

29.   如請求項 27之方法，其進一步包括使該堆疊晶圓旋轉及獲得沿該堆疊晶圓之該邊緣之不
同點處之複數個該輪廓剪影影像。

30.   如請求項 29之方法，其進一步包括彙總該複數個輪廓剪影影像中之該側影之該等量測使
得提供該堆疊晶圓之資訊。

31.   如請求項 30之方法，其中該堆疊晶圓之該資訊包括以下中之至少一者：直徑、中心位
移、厚度、平均總高度、平均裝置高度、平均載體高度、最小品質因數、全部底切高度

之最大值、全部底切寬度之最大值、裝置邊緣突出之最大值、載體邊緣向下突出之最大

值及載體向左突出之最大值。

圖式簡單說明

為更完全地理解本發明之本質及目的，應結合隨附圖式參考以下詳細描述，其中：圖 1
至圖 2係根據本發明之一實施例之一系統之一方塊圖之一俯視圖及沿著該系統之該方塊圖之
A-A之對應剖面側視圖；圖 3係對應於圖 1至圖 2之實施例之一系統之一透視圖；圖 4係一
堆疊晶圓之一邊緣之一例示性輪廓剪影輪廓；圖 5係一堆疊晶圓之一邊緣之另一例示性輪廓
剪影輪廓；圖 6係具有一底切堆疊故障之一例示性輪廓剪影邊緣輪廓；圖 7係不同堆疊晶圓
之一系列例示性輪廓剪影輪廓，其中堆疊晶圓 A具有具備所要輪廓特性之一邊緣且堆疊晶圓
B、C、D、E及 F具有具備非所要輪廓特性之邊緣；圖 8係具有所要輪廓特性之一堆疊晶圓
之一邊緣之另一例示性輪廓剪影輪廓；圖 9係具有非所要輪廓特性之堆疊晶圓邊緣之四個例
示性輪廓剪影輪廓；圖 10係在一堆疊晶圓之一周長周圍獲取之一系列例示性輪廓剪影邊緣輪
廓；及圖 11係根據本發明之一實施例之一方法之一流程圖。
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